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Tecnologia

Técnicas de Soldagem

S M D Manval de SMD
&
SMT

No video acima pode-se ver algumas técnicas de retrabalho de solda
profissional, executadas pelo instrutor John Gammell certificado pela escola
IPC Trainer.



https://www.youtube.com/watch?v=7Vr8gwaSVTM

SMT

SMT- surface-mount technology
Tecnologia de montagem em superficie

SMD

SMD - surface-mount device
Dispositivo de montagem (montavel) em
superficie

Outros termos

SMA- surface-mount assembly
(Montagem)

SMC- surface-mount components
(Componentes)

SMP- surface-mount packages
(Encapsulamentos)

SME- surface-mount equipment
(Equipamentos)



Tecnologia de montagem superficial (ou SMT, do nome em inglés) é um método de montagem de
circuitos eletrénicos nos quais os componentes (SMC, ou Surface Mounted Components) sdo montados
diretamente sobre a superficie da placa de circuito impresso (PCB), permitindo o aproveitamento de
ambas as faces. Dispositivos eletrénicos produzidos desta forma sdo denominados dispositivos de
montagem superficial ou SMDs. A industria, tem substituido em ampla escala o método de montagem
through-hole, nos quais os componentes sao posicionados através de terminais introduzidos nos furos
da placa de circuito impresso (permitindo o aproveitamento de somente uma face da mesma).

Um componente SMD é geralmente menor do que seu equivalente through-hole, porque possui
terminais curtos montados juntamente com o corpo do proprio componente. Os terminais também
variam de formato, podendo ser contatos chatos, matrizes de bolas de solda (BGAs) ou terminadores no
corpo do componente.



Tecnologia THT & PTH

e THT - through-hole technology
e PTH - pin through hole

THT ou PTH é uma tecnologia de placa de circuito impresso (PCI) de furos metalizados passantes, e
seus componentes possuem terminais que atravessam a PCl através de furos passantes para posterior
soldagem. E considerada como a tecnologia tradicional de montagem de componentes em placas de
circuito impresso.




SMT xTHT
Vantagens da SMT

Miniaturizagdo: Maior densidade de componentes e fungbes em menor espaco na PCL A
miniaturizagdo passou a ser um fator de venda dos produtos. Produtos cada vez menores e com maior
numero de fung¢des sdo comercialmente mais aceitos.

Novos produtos: Velocidade e resposta ampliada para alta freqliéncia em comparagdo com os longos
terminais com caracteristicas “antena” dos componentes convencionais.

Automacio Industrial: Capacidade de aumento de automagdo, potencialmente com condi¢cdes de
minimizar custos.

Custo: Prego competitivo em relagdo aos componentes convencionais.




Potencias: Nao é possivel a aplica¢des de alta tensdo ou alta poténcia em placas SMT.

Reparos: A manutencéo e retrabalho nas placas SMT exige
equipamentos especificos e conhecimento técnico para ser executado.

Ensaios: A montagem de prot6tipos em laboratério torna-se impossivel com essa tecnologia.




Encapsulamentos do
SMD (SMP)

Existe uma infinidade de encapsulamentos de componentes SMD. Exemplos que serdo apresentados:
e Passivos: LW, MELF, especificos

e Ativos: SOT, DPAK, DUAL-IN-LINE (SOIC), QUAD-IN-LINE (QFP - PLCC - QFN), GRID ARRAYS
(BGA).

QFP44

capacitor

: electrolytic™ gora; QFN
i canacitora

QFP208 S0IG R;}q r.hl. 402 resistor




Componentes SMD
Passivos

Os componentes SMD passivos sado; Resistor, Capacitor, Indutor e Diodo.
O componente SMD passivo tem como caracteristica ndo precisar de polarizacédo (fonte de energia
externa) para seu funcionamento.




Encapsvlamento
LW (CL)

O cbdigo é formado pelas dimensdes em décimos de milimetro ou em centésimos de polegada do
comprimento e da largura do componente.

Package Size in inches (LxW) Size in mm (LxW) Power rating L
0201 0.024" x 0.012" 0.6 mmx 0.3 mm 1/20W a

0402 0.04" x 0.02" 1.0mm x 0.5mm 1/16W W

0603 0.063" x 0.031" 1.6mmx 0.8mm 1/16W &

0805 0.08" x 0.05" 20mm x 1.25mm 1/10W

1206  0.126" x 0.063" 32mmx1.6mm 1/8W !

1210  0.126" x 0.10" 3.2mmx 2.5mm  1/4W e

1812 0.18" x 0.12" 45mmx3.2mm 1/3W

2010 0.20" x 0.10" S50mmx 2.5mm 1/2W

2512 0.25" x 0.12" 6.35mm x 3.2 mm 1W




Encapsvlamento
MELF

MELF - Metal Electrode Leadless Face
Existem versdes menores chamadas de MiniMelf e MicroMelf

Encapsulamento de vidro de formato cilindrico de dificil manipulagdo para colocacdo na placa de
circuito impresso, seu valor pode ser representado por faixas ou nameros .

Podendo ser Diodo, Resistor ou Capacitor.

o &




Um filme resistivo montado sobre um substrato ceramico, possui trés (3) superficies de contato para
solda em cada lado e geralmente possui seu valor impresso, podendo ser um codigo de trés (3) digitos
ou quatro (4) digitos e ndo possui polaridade.

e O cbdigo impresso indica a resisténcia.

Ex: 472 — 47x10%= 4700 Q =4k7

e O tamanho indica a potencia.

Ex: 1206 — "2 W; 0805 — 1/8 W; 0603 — 1/10 W

0402 0603 0805

1206




Capacitor de Ceramica

Componente ndo polarizado de estado solido, tem a mesma cor em todos os lados, possui cinco (5)
superficies de contato para solda em cada lado, ndo possui o valor de capacitancia impresso no seu
corpo e o tamanho indica a relagdo C-V (carga).

Cinza médio 10pF<C<10
nF
Marrom claro 1nF<C<100
o nF
o Marrom médio  10nF<C<1pF
‘ 100nF<C<10

N Marrom escuro
4 'i uF

Cinza escuro 05uF<C<50
uF

Ex: 100nF/50V (0805), 100nF/16V (0603)



Capacitor de Tantalo

Componente polarizado de estado solido onde a faixa representa o positivo e seu valor de capacitancia
vem impresso no corpo em pF, a tenséo é representada por numero ou letra.

Ex: 226 — 22x101 pF=22 pyF Letra Tens3o
e 2,5v
G 40v
J 6,3V
A 10,0v
o 16,0 v
D 200v
E 250v
V 350v
H 50,0 v




Capacitor de Aluminio
(eletrolitico)

Componente polarizado de estado liquido, sendo afaixa preta na parte superior do seu corpo o

negativo e os dois cortes na base o positivo e apresenta o valor de capacitédncia impresso no corpo em
MF.

Excecao: sdo mais caros e aproximadamente do mesmo tamanho que os equivalentes PTH.
a1 :
QL 330
N II%’% 16V
"?{%




Componente n&o polarizado formado por um pedaco de fio enrolado em espiras em volta de um nucleo
de ferro ou ferrite.

Normalmente apresentam o valor de indutancia impresso no corpo emuH.

Ex:471 —»47x10'uH = 470pH

-




MiniMELF

SOD

Componente semicondutor polarizado onde a faixa indica o negativo.




Diodos LED

Componente semicondutor polarizado.




Componentes SMD
Ativos




Encapsulamento SOT

SOT-23

SOT-223

TO-92 (Plastic)

: ! & 9 SO0T23
E
SOT - Small Outline Transistor.

Encapsulamento usado para transistores,diodos e Cls.
SOT23 — Equivalente THT é — T092SMT
Ex: BC848, LM317

SOT-323/SC-70

SOT-89

%o




e DPAK - Discrete Packaging

DPAK(T0252), D2PAK(T0263), D3PACK(T0268)
Transistores, Diodos, Cls. E o T0220 SMT.

Criado para dispositivos que dissipam poténcia alta.
Driver de corrente, regulador de tensdo — Ex: 78XX




TSOP
0.5 mm

SoIC S0J
1,27 mm 1,27 mm

Wikl

DIPIDIL
2,54 mm

Subdivisdes: SOIC, SOJ, TSOP, DFN



Encapsulamento Quad
In Line

PLCC QFP
1.27 mm 0,4-1,0 mm

QFN

Subdivisoes: PLCC, QFN, QFP
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Alguma duvida?

www.canaldaeletronica.com.br

contato@canaldaeletronica.com.br



http://app.trakto.io/layout/show_template/www.canaldaeletr�nica.com.br
http://app.trakto.io/layout/show_template/contato@canaldaeletronica.com.br
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